
技術簡介

可使用在手機上的陶瓷必須有足夠的韌性，目前能選用的陶瓷大概只有氧化鋯（ZrO2）、

氮化矽（Si3N4）之類的結構陶瓷。氮化矽的燒結需要通以氣氛，設備門檻較高，而氧化鋯

具有多變的顏色而得到最多的關注；氧化鋯具有獨特的晶體特質，在燒結的過程中可將高

溫時的晶體結構保留到常溫環境，當氧化鋯遇到外力衝擊時，可藉由高溫晶體結構較換成

低溫晶體結構的相變化，將外力吸收，因此氧化鋯非常耐摔；氧化鋯有另一個特性，利用

少量過渡金屬的滲入及氣氛控制，即可創造出各種顏色，基於這兩個獨特的因素，氧化鋯

已造成手機業投入的風潮。陶瓷背蓋有流延法、射出成型法、粉壓法等製程，因陶瓷硬度

極高，考量讓後續的加工減少，射出製程可以縮短生產週期，降低後加工的時間與成本。
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應用範圍

未來移動通訊走向5G高頻，屆時天線大小將降低到幾個毫米，電磁波(毫米波)的頻率非常

高，在空氣中傳播衰減較快，金屬對電磁波有屏蔽作用，如果電線放在金屬板後面，該電

磁波會隨進入金屬的深度成e指數衰減，造成訊號不佳，採用陶瓷背蓋將可克服上述缺點。
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